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資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日付で、コミットメントライン(注)による借入の契約を締結いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。

記

１．借入の理由

当社は、当該借入による資金を、日本国内における再生細胞薬「SB623」の慢性期外傷性脳損傷プ

ログラムに係る研究開発費に充当いたします。具体的には、平成 33年３月末日までの期間（最長）

において、当該研究開発費の発生に伴い、10 億円を上限に随時借入を実行していく予定であります。

この借入と平成 27 年４月の株式公開に伴う資金調達の一部により、日本国内の慢性期外傷性脳損

傷プログラムに係る研究開発費を賄う予定であります。

２．借入の内容

① 契約締結先 株式会社みずほ銀行

② 借入限度額 10 億円

③ 契約形態 コミットメント期間付タームローン

④ 適用利率 みずほ TIBOR＋1.2％（年率） （1.3％（平成28 年３月 31日現在））

⑤ コミットメントフィー 0.1％（年率）

⑥ 契約締結日 平成 28 年３月 31 日

⑦ 契約期間 平成 28 年４月 1日～平成 37年３月 31 日

（コミットメント期間：平成 28 年 4 月 1日～平成 33年３月 31 日）

⑧ 返済方法 元金均等返済

（コミットメント期間経過３ヶ月後より、３ヶ月毎に返済(計 16 回)）

３．今後の見通し

本件の借入による当社の連結業績に与える影響については軽微であります。

(注)コミットメントラインとは

企業と金融機関との間で予め設定した期間・融資限度額の範囲内で、企業の請求に基づき、いつでも融資を実

行することを金融機関が確約（コミット）した契約であります。
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